合同编号：

技术服务合同

   项目名称：    AI芯片封装基板设计及拼版                  

   委托方（甲方）： 中国科学院深圳先进技术研究院                                 
 受托方（乙方）：  深圳市汇芯通信技术有限公司                     
    签订时间：           2022年10月                     

   签订地点：             深圳市                       

   有效期限：              1年                    

使 用 说 明

    一、本合同书适用于汇芯通信各部门作为受托方对外提供设计、测试等技术服务所订立的合同。

    二、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下分别排列为共同委托人或共同受托人。

三、本合同书未尽事项，可由双方在合同书相应条款或第十条项下另行约定。

四、使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”字样。

技术服务合同


 委托方（甲方）： 中国科学院深圳先进技术研究院                                           

      住  所  地：  深圳市南山区西丽学苑大道1068号                                            

      法定代表人：  樊建平                                          

      项目联系人：  王峥                                          

      联系方式：    18806652914                                            
      通讯地址：   深圳市南山区西丽学苑大道1068号                                           

      电    话：                                               
      电子信箱：  zheng.wang@siat.ac.cn                                                  

受托方（乙方）：深圳市汇芯通信技术有限公司                                         

      住  所  地：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城T2栋2701                                           

      法定代表人：   曾学忠                                         

      项目联系人：   林甲富                                        

      联系方式 ：    0755-23485082                              
      通讯地址：深圳市福田区新一代产业园4栋10层                                              

      电    话：     13631510419                                          
      电子信箱：     jiafu.lin@hatchip.com                          

    本合同甲方委托乙方就   AI芯片的封装基板设计及拼版 项目进行 芯片SIP设计及封装基板的多设计拼版服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 服务内容及方式

1．服务目标：   乙方根据甲方的设计要求，使用倒装的方式封装，将4 die进行sip封装，并向甲方提供基板拼板的strip图纸文件。

2．技术内容： （1）根据die的信息设计6层封装基板；（2）给出SI仿真内容，提供传输线的插损与回损；（3）给出PI仿真内容，提供电源直流压降与电流密度分布；（4）给出热仿真，确保封装设计的热不会影响芯片的工作性能。                                                         
3．技术要求：（1）传输线插损小于1dB，回损低于-15dB；（2）电流可保证稳定供电，电源轨道塌陷（电压压降）低于5%；（3）芯片工作温度低于150℃。              
第二条  甲方协作事项
为保证乙方有效进行技术开发工作，甲方应当向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料： 甲方提供pin位置文件，芯片信息文件，乙方基于甲方指定工艺按照甲方指标要求完成实现设计和版图。
      2．其他协作事项：甲方通过网络远程连接方式向乙方提供设计开发环境。     
第三条  经费报酬及支付方式
甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

      1．技术服务经费和报酬总额为 人民币320,000.00元（含6%税）。

2．技术服务经费由甲方    一次性    （一次性、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

甲方自收到乙方出具的增值税专用发票后10日内一次性支付合同金额的100%。                                                 

    乙方开户银行名称、地址和帐号为：

    开户银行： 招商银行股份有限公司深圳莲花支行                                              

    地址： 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城T2栋2701                                                    

    户名：深圳市汇芯通信技术有限公司                       
帐号： 755943448610808                                     

第四条  交付形式及验收
双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：根据甲方的设计指标提供SIP设计文件、版图文件和基板geber文件以及拼板的strip图纸文件，协助指导甲方完成芯片的封装。

2.
技术服务工作成果的验收标准： 乙方完成符合甲方需求的设计文件及协调甲方与第三方封装公司的技术咨询，甲方仅对乙方设计工作内容进行验收，最终产品封装设计由甲方与第三方封装公司确认完成。
3. 验收时间和地点：乙方须在2个月之内完成设计，验收地点为甲方所在地。

第五条  保密义务
1．双方对在本合同签订及履行过程中所接触到的对方的商业资料、技术资料、客户信息等资料或信息（统称“保密资料”）负有保密义务。一方未经对方书面许可，不得向任何第三方披露，亦不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其它用途。

2．双方有义务对保密资料采取不低于对其自身商业秘密所采取的保护手段予以保护，对于因签订或履行本合同需要而向其雇员披露保密资料的，应指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3．双方为履行本合同而有必要对保密资料进行复制的，应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还对方，并销毁所有复制件。

4．本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后1年内持续有效。

5．任何一方违反本合同关于保密的约定，应赔偿因此而给对方造成的损失。

第六条  知识产权
1．双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，   甲  （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。
2．甲方为履行本合同需要而提供给乙方的设备、产品及相关文件所涉及的知识产权属甲方所有，甲方授权乙方为履行本合同而进行合理使用，乙方不得用于其它目的。
3．乙方为履行本合同而提供的包括检测环境、软件、方法及文档等所涉及知识产权属乙方所有，甲方不得拍照、复制或以其他方式存留及用于其它目的。
4．乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

5．双方确定，甲方有权利用乙方按照合同约定提供的研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由  甲   （甲、乙、双）方享有。
乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果，归   乙  （甲、乙、双）方所有。

第七条  合同变更及解除
1．本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
2．甲方违反本合同约定义务，造成乙方研究开发工作停滞、延误或失败的，乙方应当对甲方进行催告，甲方在催告的合理时限内仍不积极履行合同义务的，乙方有权单方解除本合同，因此解除合同的，甲方仍应当按照本合同约定向乙方支付委托费用。

3．发生不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。
第八条  违约责任
1．乙方未按照本合同约定时间提供技术服务的，每逾期 1  日，应向甲方支付服务报酬总额 万分之四  的违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿。但因甲方未按照本合同约定提供协作而造成逾期的，乙方不承担责任。
2．乙方提供服务成果不符合本合同约定要求的，应当及时进行更正，造成甲方损失的，应予赔偿。
3．甲方未按照本合同约定支付服务报酬的，每逾期 1  日，应向甲方支付服务报酬总额 万分之四  的违约金，逾期超过 30 日，乙方有权解除合同，造成乙方损失的，有权要求甲方赔偿。
4．甲方未按照本合同的约定提供必要的资料、设备或协作条件而影响乙方工作进度或质量，或不接受、逾期接受工作成果的，乙方不承担违约责任，甲方已支付的报酬不得追回，未支付的报酬应继续支付。

5. 任何一方违约造成另一方损失的，赔偿范围仅限于直接损失，赔偿金额不超过本合同约定的服务报酬总额。

6．因不可抗力造成的违约双方均不承担违约责任。 
第九条  争议的解决
双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，按以下第  1  种方式处理：

    1．提交深圳市仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十条 合同的生效及其它

1．乙方在合同履行过程中，非因过错造成甲方提供设备、产品软件损坏的，乙方不承担赔偿责任。

2．在本合同有效期内，甲方指定 王峥 为甲方项目联系人，乙方指定 林甲富 为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

    3．双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应按照本合同中的地址，以书面信函形式或双发确认的传真或类似方式进行。采用信函形式通知的，应使用挂号信或具有良好信誉的特快专递送达，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。采用传真或类似方式通知的，通知日期即为通讯发出日期。
4．本合同依据中国法律订立，适用中国法律管辖。如以中、外两种文字书立，合同内容以中文版本为准，外文版本仅供参考。

5．本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，自双方签字盖章之日起生效，并取代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

    甲方：    中国科学院深圳先进技术研究院           (盖章） 

    项目负责人：                             （签名）

                                          年     月     日

    乙方：        深圳市汇芯通信技术有限公司          （盖章） 

    项目负责人：                                      （签名）

                                          年     月     日
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